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FILMES DE ALTA BARRE IRA 

Nos ultimos anos tern havido um crescente interesse 
no uso de filmes de multiplas camadas, especialmente para o 
acondicionamento de alimentos sensfveis ao oxig~nio. 0 de­
senvolvimento desses filmes ~ conseqOemcia da necessida­
de de melhorar aspectos econOmicos e o desempenho de 
embalagens plflsticas assim como produzir filmes com ca­
racterfsticas para aplicagoes especfficas. 

Atualmente estao disponfveis no mercado inumeras 
opgoos de embalagens piAsticas flexfveis, com diferentes ca­
racterfsticas de barreira, para atender As novas exig~ncias 
de mercado - nao apenas de custo reduzido em relagao ao 
desempenho, como tamb~m as exig~ncias por embalagens 
capazes de mudar a imagem de produtos, embalagens que 
permitam a implantagao de novas t~cnicas de preservagao 
de alimentos e que sejam adequadas As novas condigoes de 
distribuigao e comercializagao. 

0 desenvolvimento de filmes piAsticos de alta barreira 
a gases tern sido favorecido pela disponibilidade de resinas 
termopiAsticas de excelente desempenho e de novas tecno­
logias para a combinagao dessas resinas, como a co-extru­
sao. Assim, uma fina camada de t~ma resina cara, de alta 
barreira a gases, pode ser combinada com outras camadas 
de resinas de baixo custo, resultando num filme co-extrusado 
de multiplas camadas, com propriedades que atendem a apli­
cagoes especfficas, a um custo menor e com melhor desem­
penho do que uma embalagem feita com unico material. 

Nesse contexte, foi de grande import~ncia o desenvol­
vimento do copolfmero de alta barreira de etileno e Alcool vinf­
lico (EVOH). As propriedades de barreira a gases desse 
material sao significativamente melhores do que outros mate­
riais barreiras, como as poliamidas e o poli~ster. 

Contudo, ~ importante ressaltar que as propriedades 
de barreira a gases do EVOH, assim como das poliamidas, 
sao dependentes da umidade relativa e isto deve ser consi­
derado quando se comparam propriedades, ou quando se 
especifica uma estrutura para produtos de alta umidade, ou 
acondicionados em ambientes de alta umidade relativa. 

Os polfmeros de EVOH podem ser obtidos com dife­
rente conteudo de etileno, o que resulta em diferentes taxas 
de permeabilidade ao oxig€mio. Quanto menor o conteudo de 
etileno, menor a taxa de permeabilidade a gases secos, po­
r~m maior a susceptibilidade A umidade. Aumentando a cris­
talinidade do filme reduz-se tanto a permeabilidade como o 
efeito da umidade. A sensibilidade do EVOH A umidade ~ a 
causa da utilizagao dessa resina como substrate interno de 
estruturas de multiplas camadas, com camadas externas de 
poliolefina como PP ou PE entre outras. As poliolefinas por 
serem barreira ao vapor d'Agua protegem a camada de 
EVOH do efeito da umidade, quando devidamente dimensio­
nadas. 

Na co-extrusao de filmes de alta barreira ~ possfvel 
produzir grande variedade de estruturas, variando de duas a 
cinco camadas normalmente. Esses filmes podem apresen­
tar uma taxa de permeabilidade ao oxig~nio de at~ 

1cm3/(m2.dia), o que anteriormente s6 poderia ser obtido em 
filmes laminados contendo folhas de alumfnio ou substratos 
metalizados. 

Em qualquer aplicagao de filmes de alta barreira ~ in­
dispensAvel que as propriedades de barreira sejam mantidas 
ap6s flexao repetida, o que acontece durante as etapas de 
distribuigao, comercializagao e utilizagao do produto. Nesse 
aspecto, a resist~ncia A flexao dos filmes piAsticos de alta 
barreira tem-se mostrado superior A dos filmes laminados 
com folha de alumfnio ou metalizados. 

Devido As propriedades de alta barreira a gases e tam­
b~m a aromas, existem muitas oportunidades de mercado 
para a aplicagao de filmes de multiplas camadas para ali­
mentes s61idos, pastosos e lfquidos, sensfveis ao oxig~nio. 
As propriedades de barreira dessas estruturas piAsticas fle­
xfveis e semi-rfgidas sao apresentadas e comentadas em 
uma publicagao que o CETEA langarA ainda nesse primeiro 
semestre de 1989 intitulada PROPRIEDADES DE BARREI­
RA DE MATERIAlS PLASTICOS. 
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